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Microbond® SMT660 Innolot™
免清洗型 T4号粉印刷锡膏

主要优势
Innolot™锡膏可在空气环境下焊接，亦能实现较低缺陷 
丙烯酸类合成树脂确保稳定的质量
减少针孔和吹孔缺陷 
高可靠性合金和高表面绝缘电阻
空洞面积小 
零卤素

Microbond® SMT660 Innolot™ 是一种高可靠性、高性能印刷锡膏，可实现极具竞争力的总拥有成
本（TCO）。作为业界知名的焊接合金，Innolot™ 具有更高的抗蠕变性，从而延长产品在更高工作
温度下的使用寿命。SMT660 Innolot™ 锡膏可在空气环境中进行回流焊，无需氮气保护，同时保
持低缺陷率，降低总拥有成本。具体而言，这意味着更少的针孔和吹孔缺陷、超低的 BGA空洞率
和更小的空洞面积。
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在 MLF 48上的空洞示例（空气回流焊）

常规 Innolot™ 锡膏 SMT660 Innolot™

基于尺寸为 1206、端面化学镀锡的电阻元件，在 -40°C到 125°C温度循环下的可靠性对比

产品特性 Microbond® SMT660 Innolot™

合金 Innolot™

金属含量 89%

焊粉级别 4号粉

卤素含量 零卤素

助焊剂类别 免清洗型

焊粉特性

粒径 20 - 38 µm

合金 Sn/Ag3.8/Cu0.7/Ni0.15/Sb1.5/Bi3

熔点 206 - 218 °C

储存条件

温度 2 - 10 °C

尺寸为 1206的电阻元件，经 2000小时、-40°C到 25°C温
度循环测试后的截面图

SAC305 Innolot™
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